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第一节 重要提示 

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 

2 重大风险提示 

无 

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 

 

4 公司全体董事出席董事会会议。 

 

5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 

 

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 

□是 √否  

 

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

经公司第二届董事会第十八次会议审议，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案拟

定如下：以本次权益分派股权登记日总股本91,073,591股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

人民币14.00元（含税），共计分配现金股利人民币127,503,027.4元（含税），占公司2022年度归属

于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.23%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资

本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股，合计转增43,715,324股，转增后公司总股本

变更为134,788,915股。 

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调

整每股分配比例。 

上述利润分配及资本公积转增股本方案已由独立董事发表独立意见，该方案尚需提交公司

2022年年度股东大会审议通过后方可实施。 

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 

□适用 √不适用  

第二节 公司基本情况 

1 公司简介 

公司股票简况 

√适用 □不适用  

公司股票简况 



股票种类 
股票上市交易所

及板块 
股票简称 股票代码 变更前股票简称 

A股 
上海证券交易所

科创板 
华峰测控 688200 无 

 

公司存托凭证简况 

□适用 √不适用  

 

联系人和联系方式 

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 

姓名 孙镪 魏文渊 

办公地址 
北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼 

北京市海淀区丰豪东路9号

院5号楼 

电话 010-63725652 010-63725652 

电子信箱 ir@accotest.com ir@accotest.com 

 

2 报告期公司主要业务简介 

(一) 主要业务、主要产品或服务情况 

公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用于模拟、数模混合、

分立器件和功率模块等集成电路的测试，销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、

韩国和东南亚等全球半导体产业发达的国家和地区。 

自成立以来，公司始终专注于半导体自动化测试系统领域，以自主研发的产品实现了模拟及

混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代，同时不断拓展在氮化镓、碳化硅以及 IGBT 等功率

分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。 

目前，公司已成长为国内最大的半导体测试系统本土供应商，也是为数不多向国内外知名芯

片设计公司、晶圆厂、IDM 和封测厂商供应半导体测试设备的中国企业。 

主要产品： 

产品类型 图示 应用领域 

STS8200 

 

用于电源管理、信号链类、智

能功率模块、第三代化合物半

导体 GaN 类等模拟、混合和功

率集成电路的测试 



STS8300 

 

用于更高引脚数、更高性能、

更多工位的电源管理类和混合

信号集成电路测试 

功率模块测试产品 

 

为客户提供基于 STS8200 测试

平台的 PIM 专用测试解决方

案、针对用于大功率 IGBT/SiC

功率模块及 KGD 测试 

 

(二) 主要经营模式 

1. 盈利模式 

公司专业从事半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，向集成电路设计、IDM、晶圆制造、

封装测试等领域客户提供优质高效的半导体自动化测试系统及配件，并获取收入和利润。报告期

内，公司主营业务收入来源于半导体自动化测试系统和测试系统配件的销售。 

2. 研发模式 

公司主要采用自主研发模式，建立了以基础实验室和研发部为核心的研发组织体系，基础实

验室负责前沿技术追踪和研究，研发部负责从基础技术、产品技术和应用技术三个层次开展具体

研发工作。研发过程分为项目立项、研发阶段、验证阶段和结项阶段四大阶段。 

3. 采购模式 

公司的采购方式为直接向原厂采购和向原厂指定的代理商及其分销商采购。质量部同研发部、

生产部、采购部根据《合格供方选择和评价准则》，结合采购项目技术标准和要求，通过同类项目

不同供方所提交的相关资料，综合质量、价格、服务信息进行比较，确定合格供方的名单。采用

协商定价的原则来确定最终的采购价格。目前，公司已与众多优秀供应商建立了长期稳定的合作

关系，可在最大程度上保障原材料采购的稳定。 

4. 生产模式 



按照产品特点及市场销售规律，公司采用“销售预测+订单”安排生产计划，并根据核心工序

自主生产、成熟工序委托外协的方式组织生产，完成生产计划。 

5. 销售模式 

根据下游市场需求和自身产品特点，公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式。直销模

式下，公司主要通过商业谈判、招投标的方式获取订单。经销模式下，公司销售对象为境外贸易

商，该等客户在半导体测试行业领域积累了较多的境外客户资源，拥有较为成熟的境外销售渠道，

同时自身的技术水平和团队也能够为终端客户提供一定的技术支持服务。 

 

(三) 所处行业情况 

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 

1. 行业的发展阶段、基本特点 

公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”。公司所处的半导体设

备行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。近几年，国家对半导体行业的支持力度日益

加大，先后出台了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、

《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》和《科技部重点支持集成电路专项》等

鼓励和支持半导体设备产业发展的政策。国家十四五规划纲要中也明确提出培育先进制造业集群，

推动集成电路等产业创新发展为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。 

2022 年，海外高通胀导致经济增长放缓，国内经济处于恢复期，全球经济增长面临挑战。集

成电路行业跟宏观经济的情况密切相关，公司的客户也大多都处于去库存阶段，客户的需求不足

给公司的业绩增长带来了很大的压力。未来，在诸多宏观政策的支持下，国内经济陆续恢复，集

成电路也将受益于市场经济的复苏，重拾良性增长。 

随着国内芯片设计行业快速崛起，设计技术不断提高，芯片的制造成为了目前国内半导体行

业面临的主要问题。芯片制造需要很复杂的工艺和工序，不同的工艺和工序需要的设备都不同，

如果半导体设备的短板不早日补上，那中国的半导体产业便如同空中楼阁一般，大而不强，依然

要受制于国外。故而半导体设备的发展迫在眉睫。为了实现自主可控，国产设备在这几年里面发

展很快，但是国产化率依然很低，而测试设备作为半导体设计、生产的核心设备之一，随着半导

体器件的丰富，市场空间不断扩大，半导体测试设备行业生态逐步完善。 

2. 行业的主要技术门槛 

公司所属的半导体测试设备行业是典型的技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科



的综合技术应用，包括计算机、自动化、通信、电子和微电子等，在核心技术研发上具有研发周

期长、研发风险高和研发投入大等特点。随着半导体应用场景的不断丰富，半导体器件的不断迭

代，半导体技术也在不断进步，半导体器件的集成度越来越高，被测器件对功率测试的要求增大，

为了测试速度更快、更复杂，集成度更高的半导体产品，未来的半导体设备将向覆盖面更广、资

源更丰富、可配置性更强，从验证到设计的高效和易操作的方向发展。 

 

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 

公司是国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，深耕半导体测试三十年，是国内领先

的半导体测试系统本土供应商。 

凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点，公司已在模拟及数模混合测试领域打破了国

外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平。伴随光伏，新能源汽车的

爆发，相关的功率半导体产品的发展也突飞猛进，经过多年的技术积累和迭代，公司在功率产品

方面测试技术的不断成熟，将在未来的较长时间段内在功率测试领域占据重要地位。 

目前公司为国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商，并进入了

国际封测市场供应商体系，在台湾、东南亚、日本、韩国、欧洲、美国、南非和北非等国家和地

区都有装机；公司对国内的设计公司和 IDM 企业保持全面覆盖，确保在未来长期的竞争中保持领

先地位，同时跟国外的设计公司和 IDM 企业也长期保持良好的沟通，诸如意法半导体、安森美、

安世半导体等均已成为公司客户；公司未来将持续提高在新器件，新应用方面的测试能力，获得

更多客户的认可。 

 

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 

报告期内，一方面由于全球经济增长放缓，国内经济持续低迷，市场需求不足，对半导体的

整体需求开始滑落；另一方面，得益于双碳政策以及政策支持和引导，光伏、新能源汽车，人工

智能、5G 通信等为代表的新型应用市场保持高增长趋势，在一定程度上平滑了整体半导体市场的

跌势。 

随着社会各行业产品都在往电子化和智能化的方向发展，使得芯片需要集成更多的功能，集

成度和复杂度都在不断提高，芯片的测试难度也在不断增大，同时这期间也催生了以氮化镓、碳

化硅为代表的第三代半导体以及其他半导体新材料和新技术，为国内半导体自动化测试系统企业



在一些细分领域超越国际巨头，提供了新的机遇。 

目前，中国已经发展成为全球最大的半导体市场，各类消费电子的应用场景和使用人群数量

均处于世界前列，随着国内经济的逐步复苏，人们消费能力的回升，消费电子行业也将持续回暖，

加上政府对半导体行业在政策方面的不断呵护，国内半导体市场将在不久的将来回归增长趋势，

国内半导体设备行业也会迎来更好和更健康的发展机遇。 

 

3 公司主要会计数据和财务指标 

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 

单位：元  币种：人民币 

 
2022年 2021年 

本年比上年 

增减(%) 
2020年 

总资产 3,371,356,514.42 2,914,631,551.32 15.67 2,270,047,443.56 

归属于上市公

司股东的净资

产 

3,138,951,327.13 2,621,095,419.24 19.76 2,134,736,499.18 

营业收入 1,070,558,398.13 878,269,295.84 21.89 397,484,397.41 

归属于上市公

司股东的净利

润 

526,290,389.31 438,773,193.33 19.95 199,190,706.27 

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润 

505,496,986.84 434,568,965.25 16.32 147,919,344.72 

经营活动产生

的现金流量净

额 

393,832,444.38 354,442,445.26 11.11 138,674,522.71 

加权平均净资

产收益率（%） 
18.47 18.58 

减少0.11个百分

点 
11.22 

基本每股收益

（元／股） 

5.79 4.84 19.63 2.30 

稀释每股收益

（元／股） 
5.77 4.84 19.21 2.30 

研发投入占营

业收入的比例

（%） 

11.00 10.71 
增加0.29个百分

点 
14.88 

 

3.2 报告期分季度的主要会计数据 

单位：元  币种：人民币 

 
第一季度 

（1-3 月份） 

第二季度 

（4-6 月份） 

第三季度 

（7-9 月份） 

第四季度 

（10-12 月份） 

营业收入 259,495,300.17 281,626,992.32 236,997,016.80 292,439,088.84 

归属于上市公司股东的 122,198,901.49 148,327,833.09 111,007,533.06 144,756,121.67 



净利润 

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益后的

净利润 

121,510,407.52 142,823,365.31 105,024,128.20 136,139,085.81 

经营活动产生的现金流

量净额 
90,024,044.90 134,195,304.92 45,013,646.82 124,599,447.74 

 

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 

□适用  √不适用  

4 股东情况 

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 

名股东情况 

单位: 股 

截至报告期末普通股股东总数(户) 5,166 

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数

(户) 
5,579 

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股

股东总数（户） 
0 

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数

（户） 
0 

年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份

的股东总数（户） 
0 

前十名股东持股情况 

股东名称 

（全称） 

报告期内

增减 

期末持股

数量 

比例

(%) 

持有有限

售条件股

份数量 

包 含

转 融

通 借

出 股

份 的

限 售

股 份

数 量 

质押、标记或

冻结情况 

股东 

性质 
股份 

状态 
数量 

天津芯华投资控

股有限公司 
8,750,187 26,979,743 29.62 26,979,743 29.62 无 0 

境 内

非 国

有 法

人 

中国时代远望科

技有限公司 
2,496,032 13,571,098 14.90 0 14.90 无 0 

国 有

法人 

香港中央结算有

限公司 
3,969,948 4,772,447 5.24 0 5.24 无 0 其他 



深圳芯瑞创业投

资合伙企业（有限

合伙） 

664,591 4,553,480 5.00 0 0 无 0 

境 内

非 国

有 法

人 

王皓 988,555 3,041,878 3.34 3,038,918 3.34 无 0 

境 内

自 然

人 

李寅 816,000 2,516,000 2.76 2,516,000 2.76 无 0 

境 内

自 然

人 

招商银行股份有

限公司－兴全合

润混合型证券投

资基金 

1,766,903 1,766,903 1.94 0 1.94 无 0 其他 

唐桂琴 460,869 1,561,757 1.71 0 1.71 无 0 

境 内

自 然

人 

招商银行股份有

限公司－兴全合

宜灵活配置混合

型证券投资基金

（LOF） 

1,163,039 1,163,039 1.28 0 1.28 无 0 其他 

陈爱华 329,254 1,015,200 1.11 0 1.11 无 0 

境 内

自 然

人 

上述股东关联关系或一致行动的说明 无 

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 

存托凭证持有人情况 

□适用 √不适用  

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 

√适用 □不适用  

单位:股 

序号 股东名称 

持股数量 
表决权数

量 

表决

权比

例 

报告期内

表决权增

减 

表决权受

到限制的

情况 
普通股 

特别表决权

股份 

1 天津芯华投

资控股有限

公司 

26,979,743 0 26,979,743 29.62 8,750,187 无 

2 中国时代远

望科技有限

公司 

13,571,098 0 13,571,098 14.90 2,496,032 无 

3 香港中央结

算有限公司 
4,772,447 0 4,772,447 5.24 3,969,948 无 



4 深圳芯瑞创

业投资合伙

企业（有限

合伙） 

4,553,480 0 4,553,480 5.00 664,591 无 

5 王皓 3,041,878 0 3,041,878 3.34 988,555 无 

6 李寅 2,516,000 0 2,516,000 2.76 816,000 无 

7 招商银行股

份有限公司

－兴全合润

混合型证券

投资基金 

1,766,903 0 1,766,903 1.94 1,766,903 无 

8 唐桂琴 1,561,757 0 1,561,757 1.71 460,869 无 

9 招商银行股

份有限公司

－兴全合宜

灵活配置混

合型证券投

资 基 金

（LOF） 

1,163,039 0 1,163,039 1.28 1,163,039 无 

10 陈爱华 1,015,200 0 1,015,200 1.11 329,254 无 

合计 / 21,405,378 0 21,405,378 / / / 

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 

√适用  □不适用  

 

 

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 

√适用  □不适用  



 

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 

□适用 √不适用  

5 公司债券情况 

□适用 √不适用  

第三节 重要事项 

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。   

报告期内，公司实现营业收入 1,070,558,398.13 元，比去年同期增长 21.89%；归属于上市

公司股东的净利润 526,290,389.31 元，比去年同期增长 19.95%。 

 

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。 

□适用  √不适用  

 

 

 


